[bookmark: _GoBack]项目 5   基于BGA的400G相干收发集成硅光芯片的技术研发
需求单位：   武汉飞思灵微电子技术有限公司
需求描述：
随着5G业务在国内全面铺开，移动数据承载量暴增，从而对骨干网的吞吐量以及单位比特的功耗和成本提出了更高的要求，国内运营商的骨干传送网主要是基于100G的相干传输技术，该技术于2013年开始投入使用，渐渐不能支持爆发式的业务量的增长。作为下一代传送网技术的400G相干传输将在近几年陆续铺设，以满足日益增长的数据带宽，更低的单位比特功耗和成本要求。400G相干传送链路对其核心光电器件的要求，相对100G，带宽更高，尺寸更小，而且对其单位比特的功耗和成本要求都有了质的提升，必须采用光电高度集成的方式才能满足需求。然而，400G相干光电器件这一核心技术目前只掌握在以少数美国企业手里，器件的供应成本、稳定性和安全性都会受到挑战，导致400G相干传输链路的供应链风险很高。因此，400G光电器件的国产化和自研化，刻不容缓。在国际上的光器件解决方案中，基于硅光集成芯片的BGA形式器件，能够满足400G成本，带宽，功耗等的需求。其中核心硅光收发集成光电芯片在国际上供应商严重受限，各个厂商高度依赖自研化，也是我们器件研发中必须要攻克的问题。基于上述现实情况，我们提出该项目需求。
项目研究内容包括：
在400G光传输的应用中，其光模块的主流封装形式是CFP2，甚至是QSFP-DD的形式，对光器件的尺寸和功耗的要求非常严苛，同时光器件的成本也需要严格控制。目前看来，BGA的封装能够满足成本，尺寸和功耗的要求。因此，配套的硅光芯片不仅仅要满足性能的要求，也要适用于BGA封装。为此，我们提出的硅光芯片的具体需求如下：
1、芯片上同时集成光发射机和接收机，解决集成化小型化的问题；
2、芯片尺寸能够满足BGA封装的内部布局，并且该BGA能够满足CFP2-DCO或者QSFP-DD的布板需求，以解决后期模块小型化应用的问题；
3、芯片的可靠性能够达到BGA封装的非气密要求，保证后期器件长时间的可靠性；
4、硅光芯片的发射机和接收机的带宽均应大于35GHz，以满足400G中64Gbaud PM-QPSK 以及 64Gbaud PM-16QAM的应用需求；
5、芯片能够同标准单模光纤耦合，耦合后芯片的整体损耗能够满足在400G系统的工作要求；
6、芯片其他内部指标应满足64Gbaud PM-QPSK 以及 64Gbaud PM-16QAM的系统应用需求，这些指标包括但不限于消光比，skew，响应度，相位误差等等；
芯片设计需要提供足够的状态反馈接口，和状态控制接口，使得外部模块能够闭环控制芯片的状态。
对揭榜方要求：
揭榜方除满足通知中共性要求外，还应满足以下个性化要求：
1、开发团队之前和飞思灵有过成功的合作经验；
2、开发团队有过类似产品的成功开发经验；
3、开发团队主要成员在硅光芯片研发方面有5年以上经验，核心成员有10年以上经验；
4、开发团队在硅光调制器，探测器，或无源器件方面取得过世界一流或领先的设计成果，并有公开发表记录；
5、开发团队具有在国际主流硅光Foundry厂的流片经验；总流片次数大于8次
实施年限： 1.5 年； 投入预估： 2700 万元。
联系方式：刘觅， 13477012028，liumi@fiberhome.com。











